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半导体 IC 封装 
设计服务
推动先进半导体封装设计的发展

Amkor 的设计工程师都是经过培训的专家，在最新设计工具和封装
技术领域具备丰富的经验。这让我们的世界级设计中心能够缩短设
计周期，并为我们的客户提供专业的建议和服务。

Amkor 在支持客户为现有和新产品开发新一代封装设计领域处于领
先的地位。我们每年为客户处理数千种新的封装设计。因此，我们
具备竞争对手无法比拟的封装设计专长，能够提供世界级的引脚框
架、基板或晶圆级设计服务，包括：
	f 训练有素，而且经验丰富的设计人员

	f 优质、可靠且高成本效益的设计

	f 性能设计 (DFP)、面向制造设计 (DFM) 和面向成本设计 (DFC)

	f 客户协助满足热力、电气和机械要求

性能设计 (DFP)
协同设计以缩短周期

Amkor 开发了交互式设计优化方式（协同设计），以帮助缩短整体的周期。我们完全整合的设计和仿真团队相互合作，共同满足客户
最严格的性能需求。无论是必要的简单仿真或大范围的工程分析，Amkor 的设计团队都随时准备帮助满足客户的设计需求并超越他们
的期待。

过时的设计流程

先进的协同设计流程
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在复杂性和 I/O 密度方面，封装设计
要求不断变化，导致成本持续升高。
了解并控制产生不必要成本的因素成
为一项挑战。要以尽可能低的成本完
成封装设计，我们需要考虑到封装、
基板和材料成本之间的平衡。

	f 在线设计规则
客户可以在一天当中的任何时候访问 Amkor 的设计规则。

	f Design DropBox
Design DropBox 是一款安全、基于云端的应用程序，可以
验证客户设计数据并自动将结果直接通过电子邮件发送给
客户。

	f SmartPackage™ 组装设计套件 (PADK)
为填补晶片设计和封装设计之间的空缺，Amkor 的 
SmartPackage PADK 将 HDFO 封装的设计、制造和组装
验证整合在一起。

以尽可能低的成本获得高质量

如果不准确地了解并考虑这些参数中每一项的单独成本，累计的成本可能比必要的高出很多。Amkor 具备必要的人才、工作和团队，
能确保以尽可能低的成本交付最优质的产品。

	f Design Quick Start (DQS)
Design Quick Start 会创建数据库启动文件，让客户可以快
速并且更有效率地开始新的设计。

	f 自动化封装外形图生成器
自动化封装外形生成器让客户通过填写若干必填的字段就
能制作封装外形图。外形图自动生成，并通过电子邮件发
送给客户。

面向制造设计 (DFM)
设计自动化套件

Amkor 提供专门为客户打造的设计自动化套件。

面向成本设计 (DFC)
面向成本设计 (DFC) 流程会评估性价比要求，并在基板和封装之间权衡取舍。

SmartPackage™ PADK 工艺流程
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独特的竞争优势
超越预期

在 Amkor，我们通过在进行“面向性能设计”时融入“
面向成本设计”和“面向制造设计”，持续超过客户的
期待并为其创造独特的竞争优势。

我们的世界级设计中心有策略性地分布于中国上
海、日本、韩国、菲律宾、葡萄牙，台湾和美国。
从现有的产品线到新一代的技术，我们在封装设计
的各个领域具备专业的技能。 
世界各地的设计团队协力合作，确保我们的客户能
够获得快速、周全且专业的设计服务。
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